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发言人1   00:00
好的，各位投资者大家早上好。我是开源照盘的首席分析师周佳。欢迎大家收听我们开源照盘团队推出的整个国庆期间的一个系列电话会议。今天是我们国庆期间系列电话会议的一个第四期，也是我们玻璃基板系列的一个第二期。在上一期跟玻璃基板相关的系列报告里面，我们主要围绕PSPI讲了一下玻璃机封装里面的一个材料性的机会。这一期我们把视角拉回到玻璃酸本身。最主要也是因为我们都看到是9月22号，京东方全球创新伙伴大会在北京开正式开幕，然后也是对于玻璃机封装载板首次给出了一个明确的一个量产投资时间表，我们我们下面会重点针对9月22号，京东方全球创新伙伴大会里面关于玻璃机玻璃基板的一些核心内容，我们做一个大概重点的一个阐述。

发言人1   01:05
一句话总结一下，我们我们今天要讲这个核心逻辑，就是京东方在本次大会上首次将玻璃机风筝载板的量产决策从方向性表述收敛为明确的时间表与约束条件，也就是未来一年之内敲定量产线投计划，目标在2027年一季度或者上半年达成量产投资条件。而决定能否进入量产投资阶段的变量已经收敛为良率爬坡与客户订单两个方面。然后再叠加像英特尔、台积电、英伟达、三星电机等全球龙头在2026年都在密集布局。整个玻璃基板已经成为后摩尔时代封装的一个共识路线。

发言人1   01:54
整个产业正处在从产线验证向量产决策过渡的一个关键阶段。接下来我将从三个方面给大家汇报一下。一是本次京东方大会有哪些增量的信息。二是玻璃基板为什么会成为或摩尔时代封装的一个共识路线，三是如何看待整个产业的产业化进展与节奏，首先讲一下本次京东方大会都有哪些增量的信息。

发言人1   02:23
我们需要强调的是，这是新东方自2024年发布玻璃基板技术路线图以来，首次将量产决策从方向性表述收敛为明确的时间表与约束条件，也从而标志着玻璃机封装载板业务正式从技术研发期迈入量产决策的前列。具体体现在四个方面，其一技术规格升级，2025年公司披露的口径是大尺寸20层样品的开发与重要，就是我们在训练营里面讲到的929结构，共20层那个样品。本次已经推进至24层，尺寸超过100乘100毫米的玻璃机夹板的一个产出，并通过场内全部信赖性测试。其二就是验证层级跃迁，此前客户主要处于概念认证技术测试的阶段。本次公司披露正与客户将载于真实的CPU、GPU芯片封装后放入服务器开展电信的测试验证，已经从部件及考核升级为贴近真实应用场景的一个系统级验证。

发言人1   03:36
其三就是量产前置条件被显性化。公司在这次大会上明确了将在未来一年之内敲定玻璃机盖的框器件与玻璃机封装载板两条量产线的投资计划。这是公司给市场和伙伴及伙伴合作方提供的非常明确的投资时间表。同时公司也进一步明确在实现量产之前，还需要与客户完成芯片上代之后的电性能测试，并提升两率。当前两位已经较七月份出现了一个明显的提升，用整个陈董事长在业绩说明会上的原话来说，那就条件性很简单。第一就是有没有客户，客户有没有量，第二就是有没有两种频率。也就是说决定玻璃机封载板能否进入量产投资阶段的，就是良率爬坡与客户订单两个核心变量。其次战略位阶提升，公司定位升级为以光电融合技术推动万物智联，并将玻璃机加工工艺与半导体显示技术大规模集成智能制造并列为三大核心优势。

发言人1   04:47
在DN曲线三大孵化业务当中，玻璃机发生起来大与玻璃机概況器件两项业务，直接与玻璃机命名公司过去5公司也是披露了过去五年累计研发投入超过650亿元，累计采购支出超过6600亿元。并承诺未来五年研发投入超过800亿元，采购支出超过8000亿元，玻璃机封装载板作为公司当前重点推进的一个新业务方向之一，获得了公司级资源的一个清洗投入，确定性是明显增强的。然后京东方的程度上在业绩说明会议上明确了显示业务每年能为公司提供400亿达到500亿元左右的现金流。请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。这也是公司发展新业务的一个底气，相关资金投入完全能够覆盖。然后现场还有个细节可以佐证，就本次玻璃机先进封装展区的面积相比去年扩大了两倍以上，公司最新的20寸4层产品，因为保密没有展出。现在展出的是相对于成20层技术，就是讲出规格的一个变化的，背后也是表现出公司对于一个玻璃机进展的一个信心。

发言人1   06:11
其次再来回答第二个问题，就玻璃基板为什么能够成为后摩尔时代封装的一个共识路线，就。随着算力芯片向大尺寸高集成眼镜，传统有机风筝机板正逐步逼近物理极限。清华大学吴华强教授在本次会上分享的判断，可以作为很好的一个第三方佐证。一方面是应力校区这个应力校区的一个挑战，温度升高以后基板翘区封装焊点脱落，很多产品因为应力校区在可靠性环节过不去，项目被迫推迟半年甚至更长时间。另一方面是互联密度的限制，有机基板的线路间距存在物理上限，封装基板往后发展需要更大的在板尺寸，更高精度、更高精细度的一个线路和更多的迭代数量。载板尺寸可能从现在的70乘70毫米做到120乘120毫米，甚至160乘160毫米。线路精细度可能要从现在90微米左右做到5米5微米甚至更细。叠层可能做到30层、40层。

发言人1   07:19
台积电的光罩尺寸已经规划到7.7倍，预计2029 2030年量产，做三倍四倍尺寸的时候，翘曲问题就变得非常关键，吴华强教授在大会上的判断是玻璃基板的导入可能会加速。玻璃基板凭借与硅相近的热膨胀系数，高平整度与低界定损耗，成为下一代封装基板的核心候选材料。这个优势也已经有量化数据支撑了台积电在今年6月份向供应链发布了科沃斯玻璃基板的一个开发计划，并在GPC秀上披露了与群创的三方联合验证的首份实测数据。玻璃基板可以使封装翘曲指标改善16%，有效热膨胀系数下降19%点，电感下降42%。

发言人1   08:13
用途上玻璃在先进封装里有三个层级的应用。一是作为板级封装FOPLP的一个临时衬底。二是作为玻璃中介层替代价格高昂的硅转接板。三是在栈板内部以go以glass call替代ABF膜。目前ABF膜全球只有一家企业供应，如果能够换成good call的话，窄板的翘曲控制与互联密度都会更好。

发言人1   08:41
产业共振在大会前后也在明显加速，根据台湾经济日报的一个报道，英特尔正评估携手友达推动以mico LED与玻璃基板为核心的先进国家合作。台积电六月已向供应链发布了科沃斯玻璃地板开发计划。据首尔经济日报的报道，英伟达正评估玻璃地板方案，并联合德国设备商要进行一个公关，要求日韩及中国台湾地区羁绊厂商两年之内完成开发，最快2028年前落地。三星电机也在市中实验线上生产了玻璃基板的样品4000以上，博通、苹果等客户多样，并于2026年7月与著有化学旗下的一个公司正式签署了glass co的一个合作协议。合资公司拟定glass sam合作规模约是4800亿韩元，三星电机的持股约66%，规划2027年下半年的投产，所以可以看到全球的半导体龙头与显示龙头都在全面卡位玻璃基板下车道玻璃基板已经成为后摩尔时代封装的一个共识，一个路线。

发言人1   09:54
然后再来回答下第三个问题，如何看待整个产业的产业化进展与节奏？我们的判断是玻璃钻产业正处在中式向量产角色过渡的关键期，也就是角色的前夜。以京东方为例，可以清晰看到这条进入曲线。根据公司披露的投资者关系活动记录，公司2020年启动玻璃机封装载板技术调研，2022年投资3.9亿元建设玻璃机硅基兼容的新原理创新实验平台。2024年投资9.9 3亿元建设板机玻璃机封装载板试验线，并发布玻璃机技术路线图，累计投入约14亿元。到今年上半年，也就是2026年上半年，设计月产能1000片的实验线，实现全自动化通信，产出大尺寸高层数样品送样。九月的大会上公司披露已拉通TDV开孔、深孔填铜增层布线全流程工艺，成为国内少数具备玻璃机载板完整性能力的厂商，并完成了24层超100乘100毫米窄版的场内全部信赖性测试。

发言人1   11:02
为什么一家面板厂能够跑到第一梯队呢？公司在高公司高管在业绩说明会上解释也很有说服力。就玻璃载板的综合两律，更多取决于玻璃的材料的应力处理与洁净管控。而这恰恰是传统甲板厂的一个短板，面板厂多年积累的大面积玻璃加工经验，以及OLAY的几十层薄膜制成的一个承接与界面处理能力，让SAP生成这类工艺反而变得更简单。用公司的话来说，从客户的业内反馈来看，京东处在比较靠近的一个梯队。

发言人1   11:38
然后节奏方面，根据SEMI的一个预测，玻璃基板有望在2028年前后进入现代生产。2028至2040年市场规模复合增速约2% 67%。当然也要客观看待目前仍然存在的一个挑战，就是TDV，比如说就是TDV玻璃通孔孔内电镀、填充、叠层布线等工艺环节仍有难点，但吴华强教授在大会上也给出了明确的判断，这些挑战只要投入精力和坚持产品迭代都是可以解决的。落实到投资跟踪上，我们的观点是对玻璃机发生载板的跟踪变量已经收敛为两力爬坡与客户订单量两个方面。量产性投资计划的落地，芯片上来之后，定性的测试的结果，客户尽量落实情况是未来1到2年是最值得跟踪的一些信号，然后以上就是我们对勃林奇亚系列第二期的一个转汇报，欢迎大家继续关注我们后续的电话会议，谢谢大家。
